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※概要（Summary ）：

MEMS パッケージング向けの気密封止及

が可能なメタル－メタル接合技術として

ン Au 粒子を用いた接合プロセスを検討

※実験（Experimental）：

中心粒径 0.3µm のサブミクロン Au 粒子

20µm，高さ 20µm（接合前）の封止枠

成したφ4”転写基板を用いた（田中貴金属工業

製）。[1] 接合実験には，φ2”ガラスウェーハ

アルミナウェーハを用いた。

先ず，高精度アライメント装置 SUSS BA8Gen3

い，加熱温度 150℃，印加圧力 25MPa

ナウェーハにパターン転写を行った。その

ハ接合装置 SUSS SB6e を用い，加熱温度

加圧力 150MPa にて，ガラスウェーハとアルミナウ

ェーハを接合した。

※結果と考察（Results and Discussion

図 1 に封止枠接合部の断面 SEM 像を

り，数 µm 程度の凹凸がある基板表面に

追従して接合できていることを確認した

He リーク試験により，He リーク

Pa∙m3/s の良好な封止特性であることを

サブミクロン Au 粒子（中心粒径 0.3µm

ウェーハ接合により，凹凸のある基板表面

気密封止接合を実現した。
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Results and Discussion）：

を示す。写真よ

に対し，凹凸に

した。

リーク率 < 1 x 10-9

であることを確認した。

0.3µm）を用いた

基板表面において，

図 1．封止枠接合部の断面

※その他・特記事項（Others

今後の課題等：

・小粒径（中心粒径 0.1µm

子を用いることにより，接合荷重

・異なる粒径のサブミクロン

いて，変形挙動（応力－変形曲線

収性能を評価する。
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